



lOlII 



■i 1 

Ay * ■•■ ■■í PU 






Uw:i;s;: 



í-.-IV 



í: 



; ; ; ; 



■^í^jyiííííiiíH 



% f '$ :f. ! í?-“r. 



. 

ÍÉ1ÍÍ$M ; -: 

=■: 



mg®® 

BÊkm 



.'ir::?- :í;; ; : : ::: 

i$MS& 



íífffííSj 

meHíEè 



iiiil 

iliil 










mmm 
ass. . 






s^Kíí ms? 



WÈmmm 






mmmmw 






















i 1 1 1 1 ! W 1 !*?. 























.CAPA 

Construa um CLP com o Basic Stamp 04 



HARDWARE 



Caixas de som multimídia 14 

Melhorando o desempenho do PC 20 

Disquete de Emergência 24 



SABER SERVICE 



O formato da fita de vídeo e suas limitações 42 

Antenas parabólicas - Localizando problemas 46 

Práticas de Service 56 



FAÇA VOCÊ MESMO 

Interface PC de LEDs 50 

Fonte de MAT para aerografia 53 

Sinalizador de alto rendimento 64 

Massageador magnético 68 

- DIVERSOS 



USP - Ondas acústicas superficiais - 6 ã parte 10 

Perigos da radiação 18 

Acessórios para telefones celulares 28 

Empresas e Negócios 32 

Alternativa econômica - Energia Solar 36 

Técnicas especiais de amostragem e retenção 60 

Seleção de circuitos úteis 73 

Analisador de TV a cabo „,..76 



TPIC0298 



COMPONENTES 

66 



Empresa proprietária dos direi- 
tos de reprodução; 

EDITORA SABER LTDA. 

Associado da ANER - Associa- 
ção Nacional dos Editores de Re- 
vistas e da ANATEC - Associa- 
ção Nacional das Editoras de Pu- 
blicações Técnicas* Dirigidas e 
Especializadas. 




Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade de seus autores. É vedada a reprodução total ou parcial 
dos textos e ilustrações desta Revista, bem como a industrialização e/ou comercialização dos aparelhos ou idéias 
oriundas dos textos mencionados, sob pena de sanções legais. As consultas técnicas referentes aos artigos da 
Revista deverão ser feitas exdusivamente por cartas (A/C do Departamento Técnico). Sao tomados todos os 
cuidados razoáveis na preparação do conteúdo desta Revista, mas não assumímos a responsabilidade legal por 
eventuais erros, principalmente nas montagens, pois tratam-se de projetos experimentais, Tampouco assumímos a 
responsabilidade per danos resultantes de imperícia do montador. Caso haja enganos em texto ou desenho, será 
publicada errata na primeira oportunidade. Preços e dados publicados em anúncios são por nós aceitos de boa fé, 
como corretos na data do fechamento da edição. Não assumimos a responsabilidade por alterações nos preços e na 
disponibilidade dos produtos ocorridas após o fechamento. 



í 







CONSTRUA UM 

CLP COM 

_fiflSIC STAMP 



Os Controles Lógi- 
cos Programáveis 
(CLPs) consistem 
numa das principais 
aplicações dos micro- 
controtadores em pro- 
cessos industriais. 
Com eles é possível 



programar e realizar 
uma série complexa de 
operações usando ape- 
nas um chip, o que sim- 
plifica bastante os pro- 
jetos. No entanto, o que 
muitos leitores talvez 
não saibam é que o 
Basic Stamp pode ser 
usado para elaborar 
uma aplicação deste 
tipo com muitas vanta- 
gens, dentre elas, a de 
utilizar poucos compo- 
nentes e de ter preço 
muito menor do que um 
microcontrolador co- 
mum. Neste artigo mos- 
tramos como isso pode 
ser feito. 

JÍuif ^ ttt/licftUC 



A necessidade de controlar pro- 
cessos industriais ou dispositivos 
automatizados de uso geral a partir 
de circuitos lógicos não é nova. Na 
verdade, desde que existem dispo- 
níveis circuitos digitais, mesmo na 
forma de funções simples como das 
famílias TTL e CMOS, muitos proje- 
tos foram elaborados e usados com 
eficiência. 

No entanto, com o advento dos 
microprocessadores a possibilidade 
de criar controles lógicos 
programáveis de grande complexida- 
de. com poucos componentes (ba- 
sicamente um único chip ) tomou 
corpo e na grande maioria das apli- 
cações reais eles ainda são usados, 

Em diversos artigos desta revis- 
ta temos familiarizado nossos leito- 
res com as possibilidades quase que 
ilimitadas de uso do Basic Stamp (os 
leitores devem consultar as revistas 
anteriores, se quiserem ter uma fun- 
damentação maior sobre o assunto). 

No entanto, não havíamos ainda 
chegado à possibilidade de usá-lo em 
lugar de um microprocessador num 



CLP e isso é agora abordado neste 
artigo. 

Assim, com um Basic Stamp 
vamos mostrar como é possível 
montar um CLP simples com vanta- 
gens que podem ser muito importan- 
tes para a implementação de proje- 
tos que estejam no mesmo nível de 
complexidade. 



PORQUE USAR 
O BASIC STAMP 

A principal vantagem de usai o 
Basic Stamp num Controle Lógico 
Programável que não precise de 
muitos recursos está no seu custo. 
De fato, o conjunto de componentes 
usados neste projeto pode ser até 
mais barato que um microcontrolador 
comum, dependendo de seu tipo e 
complexidade. 

Assim, se o projeto estiver den- 
tro do alcance das características de 
controle que podem ser alcançadas 
pelo Basic Stamp não é interessan- 
te usar um microcontrolador mais 
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caro que não vai ser aproveitado to- 
talmente, 

Um outro ponto de destaque que 
pode ajudar muito na decisão de usar 
o Basic Stamp é o fato de ele ser 
facilmente programável. 

O programa em basic pode ser 
acessado facilmente por BBS e qual- 
quer um que possua um PC e no- 
ções de Basic poderá fazer à pro- 
gramação com facilidade. 

Devemos ainda falar da flexibili- 
dade, já que a qualquer momento o 
CLP pode ser reprogramado e até 
mesmo adaptado facilmente para ser 
usado em outras aplicações. 

Finalmente devemos destacar 
que o uso de um circuito mais sim- 
ples, com menos componentes pe- 
riféricos, além de reduzir o custo, 
proporciona uma confiabilidade mui- 
to maior. 



NOSSO PROJETO 

Partindo do diagrama geral do 
nosso projeto e do próprio painel ob- 
servamos que ele conta com: 

* 6 entradas com isoladores 
ópticos para maior segurança. 

* 6 saídas com coletor aberto 
{open-colector) . 

* 1 entrada analógica em que 
pode ser ligado um sensor resistivo 
ou ainda um potenciômetro. 

A alimentação é feita com 24 V 
(tensão padronizada neste tipo de 
aplicação), mas o uso de redutores 
integrados para 5 V do tipo 7805 per- 
mite que ele também seja alimenta- 
do com 12 V, dependendo da aplica- 
ção. Ê importante observar que nes- 
te artigo apresentamos uma suges- 
tão de montagem. 

O leitor pode perfeitamente usar 
a idéia básica, alterando-a de modo 



a satisfazer as suas necessidades. 
Dentre as possíveis alterações 
sugeridas podemos citar a possibili- 
dade de usar acopladores ópticos 
também na saída, aumentar o núme- 
ro de 1/Os, etc. 

Para gerar os níveis fixos de sa- 
ída com o Basic Stamp foi utilizado 
urn “truque" que consiste no uso de 
um “latch" (LS273) cujo ciock é a li- 
nha P6. 

Desta forma, as linhas PO a P5 
que são de dados e geraram as saí- 
das, passaram a ser de leitura. 

Os pinos de f/O do Basic Stamp 
não são BUS tri-state, logo, quando 
geramos uma saída temos antes de 
configurar as 1/Os de 0 a 5 de modo 
que elas se tornem saídas. Na leitu- 
ra devemos configurá-las como en- 
tradas, 

O leitor pode estar questionando 
se os foto-acopladores não afetarão 
os dados em uma geração de saída, 

Na verdade, isso não ocorre de- 
vido ao uso de divisores resistivos, 
figura 1 . 

Conforme podemos ver, com a 
relação de valores dos resistores 
calculada com cuidado, na saturação 
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pedestre 



do transistor, eíe fixa o nível D em 
zero e no corte, o nível é fixado em 
5 V pelo resistor ligado à alimenta- 
ção positiva do circuito* 

APUCAÇÃO PRÁTICA DO CLP 

0 importante para que o leitor 
possa usar nosso projeto em algu- 
ma aplicação é dar um exemplo prá- 
tico de como isso pode ser feito. Em 
nosso caso vamos descrever a apli- 
cação do CLP num Semáforo Inteli- 
gente Para Pedestres. 

Trata-se de uma configuração re- 
lativamente simples que é mostrada 
na figura 2, mas que pode servir de 
base para aplicações mais comple- 
xas ou diferentes, sempre levando 
em conta as limitações do Basic 
Stamp em relação a um microcon- 
trolador convencional, conforme ex- 
plicado na introdução. 

Um exemplo de outra aplicação 
para o CLP é numa máquina de em- 
balagem de cereal (ver edição n ü 21 
da revista Fora de Série de Jan/97) 
ou mesmo na automação de uma 
máquina de Javar roupa do tipo in- 
dustrial. 

No sistema proposto, o sinal fica 
verde para a passagem de veículos 
até o momento em que, pelo coman- 
do do botão no poste, o pedestre 
solicita a travessia, 

O programa que torna o sistema 
“inteligente” prevê uma temporização 
para cada ciclo de solicitação. 

Isso quer dizer que, se o sinal ti- 
ver fechado recentemente para os 
veículos, permitindo a travessia dos 
pedestres e logo em seguida houver 
nova solicitação, o solicitante deve- 
rá esperar um tempo mínimo para 
que o sinal volte a fechar para os 
veículos. 

Essa temporização mínima é pre- 
vista no programa e pode ser altera- 



SABER ELETRÓNICA N“ 288/97 



5 







O PROGRAMA 

Damos a seguir o programa para controle desta aplicação. 
Será fácil para o Jeítor entender a função de cada instrução 
pelos comentários que as acompanham. 

Programa do Basic Stamp para o CLP 

'Semáforo de pedestre inteligente 
'CLP - SABER Eletrônica - jan/97 
'Autor - Luiz Henrique Corrêa Bernades 
'Internet: lhcb.bernardes@mandic.com.br 



symbol eLsaida =%1 1111111 
Symbol cLent =%1 1000000 
symbol escala = 30 

symbol tempo = b2 
symbol cont = b3 
symbol rase = b4 
symbol add = b5 
symbol espera = w5 

symbol clk = 6 
symbol botoeira - 0 
symbol flag = bitl 5 



'def.J/O como saída 
'def.l/O como entrada 
'Escala da instrução POT 
‘Calculada com “ALT-P” 

Tempo max de espera do pedestre 

‘contador do íoop 

‘rascunho da instrução Button 

‘endereço da EEPROM 

‘pausa em miíísegundos entre 

‘cada transicao do semáforo 

'“clock” do “latch" de 1/0 

'Botoeira do pedestre 

'Flag de botoeira pressionada 



EEPROM {$ED p 02 i $EE f 02,$F6 i 20 l $EE I 01,$FE 1 ü1 i $EE,01 r $FE i G1,$EE 1 ü2 t $EB l Ü1). 

Tabela de dados, em Hexadecimal corresponde as posições do semáforo 
'e em decimal corresponde a temporização em unidades de 500 ms. 



dirs = d^satda 
pins = $14 

inicio: POT 7, escala, tempo 
tempo = tempo min 30 



‘Verde (carro) Ve rm. (pedestre) 

'Le potenciometro 

'Acerta o tempo - mínimo de 6 seg (30) 
‘máximo de 51 seg (255} 

'Limpa flag de botoeira acionada 



FOR cont = 0 to tempo íoop de temporização 

BUTTON botoeira, 0,20,10, rase Apula 

flag = 1 ‘botoeira acionada 

pula: PAUSE 200 ‘espera 200 ms 

NEXT 

'Fim da temporização, nesse instante faz o programa a mudança do semáforo 
' se a botoeira foi pressionada ou fica aguardando que ela seja pressionada. 



raso “ 0 

li= flag = 1 THEN muda 



‘limpa flag botoeira acionada 
‘se botoeira foi pressionada 
'muda o semáforo 



loop: BUTTON botoeira, 0,20,10, rase, 0,loop 

‘espera acionamento da botoeira 

‘configura l/Os como saida 
‘loop.de leitura 

‘le tab. e coloca nos pinos de 1/0 
‘gera clock 

‘gera end. de temporização 
‘le valor de temporização 

espera = espera * 500 max 65000 

‘calcula o valor de espera em milissegundos 

PAUSE espera ‘gera temportzacao 

NEXT 

dirs = d_ent ‘Configura l/Os como entrada 

Flag = 0 

goto inicio ‘comeca novamente 



muda: dirs = d„saida 
FOR add = 0 to 17 
READ add, pins 
PULSOUT clk, 1 
add = add+ 1 
READ add, espera 



'Fim do programa 



da por meio de um potenciometro de 
ajuste. Se o tempo mínimo de aber- 
tura para os veículos já tiver passa- 
do, qualquer solicitação de passa- 
gem pelo pedestre será atendida ime- 
diatamente. 

Na figura 3 temos o modo de uti- 
lizar o CLP nesta aplicação que, 
usando transistores de potência no 
controle da carga externa, permite a 
ligação de lâmpadas de baixa ten- 
são de forma direta. 

De fato, com cargas até 50 mA, 
os transistores T1P nem sequer pre- 
cisam de radiadores de calor, mas 
para correntes maiores eles devem 
ser montados em radiadores apropri- 
ados. 

Para excitar cargas de maior po- 
tência ligadas a rede de energia, 
como num semáforo verdadeiro (de 
rua) será interessante usar conta- 
tores com capacidade apropriada. 



MONTAGEM 

O diagrama completo do CLP é 
mostrado na figura 4. 

A disposição dos componentes 
numa placa de circuito impresso é 
mostrada na figura 5, 

Conforme podemos observar os 
transistores TIPI 22 não aparecem 
com radiadores de calor, já que a 



LISTA DE MATERIAL 

C, a C 6 -TILIII 
C 7 * 74LS273 
C 0 - 7406 

STAMP -BASIC STAMP BS MC 

Q, - 7805 

Q 2 a Q 7 -TIP122 

D, a D, - 1N4GQ4 

C, - 10 pF - 40V eletrolítico 
C 2 a C s - 0,1 pF - cerâmico 

R, a R 0 - 330 Q x t/8 W 
R 7 a R,,, R 17 - 100 kQ 1/8 W 

R(2 3 FV Pjop ^25’ ^27> Ff 29* 
R s , - 1 k£l x 1/8 W 

R*. R 20 - FV 2k2 * 1/8 

^30' ^21’ 

Diversos: 

Soquete SIP 14 pinos, fio 0 15 mm, 
caixa patola din 2 20T, LED 0 5 mm 
vermelho, Plugue jaque macho/femêa 
estéreo, DB25 macho c/capa, 1 ,5 m 
cabo maca de 3 vias, Dissipadores 
(opcional caso haja necessidade de 
acionar grandes cargas). 
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Figura 7 



D325 



DB25p 2 (Stamp 4) 
DB25 p 11 (Stamp 3) 

DB25 p 25 (Stamp 2) 

V 




Plugue j 

estéreo 




■Vista dos pinos 



exigência deles depende da 
corrente das cargas a serem conlro- 



Se bem que os leitores experien- 
tes possam montar os circuitos in- 
tegrados diretamente na placa de 
circuito impresso, os menos segu- 
ros de suas habilidades 
podem usar suportes 
DIL com pinagem apro- 
priada. 

O regulador de ten- 
são não precisa de radi- 
ador de calor, já que a 
corrente exigida pelo cir- 
cuito é baixa. 

Todos os resístores 
são de 1/8 W e os 
capacitores eletrolíticos 
têm suas tensões míni- 
mas de trabalho 
indicadas na relação de 
material. 

O conjunto foi mon- 
tado numa caixa Patola 
DIN 2QT e para conexão 
externa foram usados 
um plugue macho 
estéreo, um conector 
macho DB-25 e pontes 
de terminais com para- 
fusos. 

Na figura 6 temos o 

aspecto do painel da cai- 
xa em que foi montado 



o protótipo com a identificação dos 
terminais de conexão e a posição 
tanto do jaque PC como do LED que 
indica quando o CLP está ligado. 

Na figura 7 temos a identificação 
do conector DB25 e sua ligação ao 
plugue estéreo. 

Em especial, destacamos as ins- 
truções de gravação e leitura da 
EEPROM onde será armazenada 
uma tabela de acionamento do se- 
máforo e a temporização entre cada 
mudança de estado, (figura 8) 

Observações: 

* Para obter o programa que per- 
mite trabalhar com o Basic Stamp 
basta acessar a BBS Planet House 



(01 1 -967-5656) e acessando a bibli- 
oteca de arquivos dar um Download 
em BASIC Stamp. 

• Para saber mais sobre o BASIC 
Stamp, o leitor pode: 

- Consultar os artigos desta re- 
vista de abril de 96 e anteriores. 

- Adquirir o manual do usuário 
em português (ver anúncio pág.41) 

- Consultar os arquivos e pro- 
gramas disponíveis na biblioteca de 
arquivos sobre BASIC Stamp na 
BBS Planet House, telefone 
{011 9675656). 

- Fazer um Curso no SENAI 

Anchieta. Informações no telefone 
(011)570-7426. * 
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ONDAS ACÚSTICAS SUPERFICIAIS 

6 a parte 

Materiais, Tecnologia, 
e Aplicações de OAS 



N a 5- parte desta série dedicou-se especíai atenção aos mate- 
riais empregados e à tecnologia envolvida na fabricação dos 
dispositivos OAS. Nesta sequencía, é fornecida uma lista extensiva 
de dispositivos OAS e respectivas aplicações modernas, da tecno- 
logia na eletrônica moderna. 



Prof.Dr. Maurício Pereira da Cunha, Ph.D, 



III) DISPOSITIVOS 
E APLICAÇÕES 

Este item objetiva a apresenta- 
ção de dispositivos e aplicações de 
OAS já consolidados e discutidos na 
bibliografia, bem como a discussão 
das novas tendências da tecnologia 
de OAS face às necessidades de 
aplicações atuais. 

Conforme já comentado, a tecno- 
logia de OAS teve seu início em 1 965 
com a descoberta do TID como ele- 
mento eficiente de transdução 
eletroacústica. Dessa data até mea- 
dos da década de 70 foi elaborada a 
maioria dos dispositivos de OAS, 
que foram gradualmente passando 
do estágio laboratorial para o está- 
gio comercial até meados da déca- 
da de 80. 

A partir de fins da década de 80 
até hoje, dispositivos de segunda 
geração foram e estão sendo gera- 
dos como evolução natural da tec- 
nologia. 

Além disso, novas estruturas e 
dispositivos foram e estão sendo 
criados, e novos materiais e orienta- 
ções de propagação estão sendo 
pesquisados, num processo contí- 
nuo de inovação, que visa atender 
novas necessidades sistêmicas e 
comerciais. 
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Pode-se ainda salientar que de 
início boa parte dos dispositivos de 
OAS objetivavam aplicações com 
fins militares, de onde veio boa par- 
te do financiamento para pesquisa e 
desenvolvimento. 

Contudo, após os últimos anos da 
década de 80 e inicio desta década, 
a tônica das aplicações de OAS foi 
gradualmente passando de fins mili- 
tares para fins comerciais, a exem- 
plo do que também foi ocorrendo em 
outras áreas, como a de microondas, 
aviação, etc. O sub-item II 1.1 forne- 
ce um resumo das estruturas mais 
comumente utilizadas para a confec- 
ção de dispositivos a OAS. 

Em 111.2 são relacionados uma 
série de dispositivos e aplicações 
discutidos na bibliografia, e já con- 
solidados pela tecnologia OAS. Ten- 
dências de pesquisa e desenvolvi- 
mento em OAS são discutidas no 
item 111.3, mencionando-se disposi- 
tivos e aplicações recentes. 



111.1 ) Das estruturas 

aos dispositivos 

Como tornou-se notório da dis- 
cussão até este item, o T!D é a prin- 
cipal estrutura dos dispositivos a 
OAS por controlar a transdução 



eletroacústica. Além de exercer a 
função de transdutor, o TID sintetiza 
a desejada resposta em frequência, 
como já foi visto anteriormente onde 
abordamos o assunto relativo aos 
filtros transversais. 

Embora fundamental, o TID não 
possibilita por si só a realização da 
grande variedade de funções possí- 
veis em OAS. Dado o confinamento 
da energia das OAS próximo a su- 
perfície, outras estruturas assumem 
papéis primordiais. Comentou-se 
assim acerca: dos refletores a ele- 
trodos metalizados e a sulcos na 
superfície; dos acopladores de 
multilinhas; de regiões da superfície 
convenientemente metalizadas para 
controle da resposta em fase; de 
superfície metalizada com a função 
de eletrodo de integração (convo- 
iução) de sinais. Outra relevante fun- 
ção é a do absorvedor acústico, nor- 
malmente constituído por alguma re- 
sina ou material plástico capaz de 



Prol. Dr. Maurício Pereira da Cunha, Ph.D. 
e-mail: mcunha@lme.poli.usp.br 
Depto. de Eng a . Eletrônica • PEE/EPUSP 
Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo 

Caixa Postal 61548 CEP: 05424-970 
São Paulo - SP - Brasil 



SABER ELETRÔNICA N- 288/97 



a te nu 
cendc 
Alt 
enumi 
ainda 

• os s 
[ 1,2 
confi 
de re 

• os c 
multi 
respc 
largu 
que | 
feixe: 
cia e! 
convc 
linhas 
aprov 
dispo 
de es 
TID fi 
cônca 
para < 
largur 

Fig- 1 

Essí 
tuada p 




ITDs dt 



( u a 

Fig. 1 - Foti 
SEM" ind 
centrai c 
apresei 



SABER EL 





atenuar rapidamente as OAS, forne- 
cendo baixo coeficiente de reflexão. 

Além das estruturas e funções 
enumeradas anteriormente, pode-se 
ainda mencionar: 

• os guias de onda acústica 
[1, 2, 3], responsáveis pelo 
confinamento das OAS em feixes 
de reduzida largura; 

• os compressores de feixe de 
multilinhas e os parabólicos [2], 
responsáveis pela redução da 
largura W do sinal transduzido, o 
que possibilita a existência de 
feixes com densidade de potên- 
cia elevada (fundamental em 
convolutores, por exemplo), e de 
linhas de atraso que melhor 
aproveitam a área de substrato 
disponível. Nesta mesma classe 
de estruturas, pode-se incluir os 
TID focalizadores, com eletrodos 
côncavos, que focalizam o feixe 
para guias de onda de reduzida 
largura, como exemplificado na 
Fig. 1 [11.1. 

Essa figura é uma fotografia efe- 
tuada por microscópio de varredura 



eletrônica {“scanning electron 
microscope - SEM"), e mostra as 
cristas das OAS que se propagam 
em ambos os sentidos. A estrutura 
da parte central da foto é constituí- 
da por dóis TIDs do tipo de Freqüán- 
cia Variável (“Chirp IDTs”). Pode-se 
observar que, dada a curvatura dos 
eletrodos dos TIDs, os feixes 
transduzidos são focalizados para a 
região dos guias acústicos (eletro- 
dos metálicos) na extremidade direi- 
ta da foto; 

• filmes de diversos tipos que 
depositados na superfície dos 
substrato de OAS permitem a 
variação dos parâmetros da linha 
de atraso, sendo assim utilizados 
em sensores; 

• filmes semicondutores crescidos 
epitaxialmente na superfície de 
materiais piezelétricos, emprega- 
dos, por exemplo, para se elevar 
a eficiência de convolutores; 

• filmes piezelétricos depositados 
na superfície de materiais não 
piezelétricos, empregados na 
região do TID para que se possi- 




poftios de solda 



cristas daí OÁS 



guias de onda 
acústicos 



TIDs de Fieqüíüda Variável 
("Chirp Transduccrs" ) 

Fig. i - Fotografia realizada com microscópiode varredura eletrônica (“scanning electron microscope - 
SEM*) indicando as cristas das OAS que se propagam em ambos os sentidos. A estrutura da parte 
central da foto é constituída por dois TIDs de Frequência Variável (“Chirp IDTs"), cujos eletrodos 
apresentam ligeira curvatura a fim de focalizar as OAS em guias de onda acústicos (eletrodos 

metálicos) que se encontram no lado direito da figura [11]. 



USP 

biüte a geração da onda mecâni- 
ca nesses materiais. 

Todas as estruturas, materiais, 
substratos e respectivas direções de 
propagação, mencionados acima e 
em itens anteriores, concorrem para 
a confecção dos dispositivos de OAS. 
Esses dispositivos e as aplicações 
dos mesmos são o objeto da lista 
elaborada no sub-item seguinte. 



111.2) Tipos de dispositivos e 
aplicações de OAS consolidados 

Este item objetiva fornecer uma 
relação dos dispositivos e respecti- 
vas aplicações da tecnologia de OAS 
já consolidados pela bibliografia. 
Dispositivos mais recentes, relativos 
aos últimos anos de pesquisa, de- 
senvolvimento e comercialização, e 
que estão a ditar os rumos da tecno- 
logia de OAS, serão objeto do próxi- 
mo item. Muitos dos dispositivos 
mencionados neste item desempe- 
nham funções que não possuem 
paralelo em outras tecnologias, quer 
seja pelo desempenho, quer seja pela 
função em si, considerando-se as- 
pectos como peso, dimensão, 
reprodutibilidade, custo, facilidade de 
ajuste, etc. A Tabela 2 lista na pri- 
meira coluna diversos dispositivos 
de OAS, seguidos das aplicações {e 
sistemas) a que se destinam. 

As referências [1 2, 13], por exem- 
plo, contém longas listas de referên- 
cias aos dispositivos mencionados 
na Tabela 2. Embora a lista de dis- 
positivos e funções apresentada na 
Tabela 2 seja extensa, não pretende 
ser exaustiva, sugerindo-se ao leitor 
que explore a bibliografia que acom- 
panha este texto, em particular os 
anais dos Simpósios de Ultrasom do 
IEEE (“IEEE Ultrasonics Symposium 
Proceedings"). 

111.3) Tendências de pesquisa 
e desenvolvimento em 

OAS: dispositivos e 
aplicações recentes 

Conforme comentado no início do 
item III, a tecnologia de OAS vive 
um momento de pesquisa de novos 
materiais, novas estruturas e dispo- 
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Dispositivos 

Unhas de Atraso 



Filtros Transversais 
Passa-faixas 



Filtros a Transporte 
Acústico de Cargas 
(“Acoustic Charge 
Transport Devices”) 
Dispositivos 
aousto-ópticos 

Dispositivos 
multicamadas 
Cartões de 

identificação - "íD Tags 1 

Convolutor 

Correlatores fixos 

Filtros a linha de 
atraso programáveis 



Filtros casados de FM 
lineares e não lineares 
FiEtros. casados para 
formas de onda 
moduladas digitalmente 
Filtros para 
sincronização em 
comunicação digital 
Filtros FV de expansão 
e compressão de pulso 

Compressor por Rede de 
Reflexão - CRR (RAC) 
Filtros a ressoado res 



Funções exercidas (e aplicações em sistemas) 

. equalizadores de distância de propagação (sistemas de comunicação de voz e dados) 

. altímetros (balões atmosféricos, etc.) 

* sensores de temperatura e pressão 

. Memória para sinais analógicos (radares, apoio eletrônico - “ESM, Electronic Support 
Measures”, geradores de interferência - “jammers" - em prevenção eletrônica - “ECM, 
Electronic Counter Measures”). 

. Filtros a TID combinado - AI Comb IDT* (muJtiplexadores, osciiadores multimodos, contadores). 

. Discriminador de frequências (analisadores de espectro). 

, Demoduiador DPSK (sistemas de comunicação de dados e voz). 

. Oscilador de multbfreqüências (sistemas a saltos em frequência - "Fast Frequency Hopping".), 

. Oscilador fixo (referenda para sistemas de comunicação e sistemas de medida). 

, Oscilador controlado a tensão (teiefone sem fio, sonar). 

. Filtros vestigíais - “VSB, Vestígial Side-band füters" (TV, conversor de TV a cabo, 
equipamento de teste para TV). 

. Filtros de Fl (TV, VCR, conversor de TV a cabo T receptor de TV por satélite, radares, navegaçao). 
. Filtros de entrada (“Front end füters”) (telefone sem fio, aparelhos de telemensagem - 
“pagers”, navegação). 

. Filtros de compensação de amplitude e de atraso - equalizadores (sistemas de 
comunicação de voz e dados). 

. Filtros chaveáveis - “Switchable filters” (TV de muJtipadrões) 
t Banco de filtros (apoio eletrónico - “ESM, Electronic Support Measures”). 

. Filtros de recuperação de relógio (repetidores de fibra óptica). 

. Filtros de conformação espectral para sistemas digitais - 
“Pulse waveform spectrum shaplng" (sistemas QAM, sistemas de espectro espalhado). 

. Duplexadores (telefonia móvel, rádio celular). 

. Filtros de saída de transmissores e geradores de sinal (receptor de TV por satéüte t 
computadores pessoais, redes locais * "LAN, Local Area Networks”). 

, filtros para sistemas a saltos em frequência - Tast Frequency Hoppíng”. 



. filtros de amostragem em alta taxa; correlatores de banda larga; filtros programáveis 

. moduladores Bragg; analisadores de espectro; correlatores e convolutores de banda larga; 
integração monolítica em Arseneto de Gálio - GaAs 

, sensores; filtros e ressoadores; correlatores e convolutores 

. reconhecimento de código ou "assinatura" (sistemas de segurança e identificação de pessoas, 

veículos e trens) 

. filtro casado programável (telefone sem fio - "cordless telephone , sistemas de espectro 

espalhado por espalhamento direto, radar, correlação para códigos longos). 

. filtro casado para formas de onda de espectro espalhado por espalhamento direto. 

. geradores de formas de onda de espectro espalhado. 

, (radares, sistemas de espectro espalhado por espalhamento direto, apoio eletrônico - 1 “ESM, 
Electronic Support Measures", geradores de interferência (“jammers”) em prevenção eletrônica 
- “ECM, Electronic Counter Measures"). 



. radares (apoio eletrônico - “ESM, Electronic Support Measures”). 

comunicação de voz e dados (sistemas PSK, GPSK, ASK, FSK, MSK, QAM, etc.). 

, sincronização (sistemas de comunicação digitais) 

. filtros casados (radares, medidas de distância - “ranging, DME - Distance Measuring Equipament”), 
cancelamento de sinais oriundos de caminhos diverso (“multipath rejection ), . 

filtros casados (radares, medidas de distância -“ranging, DME - Distance Measuring Equipament ). 
filtros de banda estreita (VCR, conversores de TV a cabo, controle de abertura de garagem - 
controle remoto - sem fio, sistemas de segurança remoto - sem fio, sistemas de alerta, 

sintetizadores, analisadores de espectro). . , 

filtros de baixas perdas (comunicação celular e móvel, filtros de entrada, e duplexadores) 

osciiadores locais (analisadores de espectro). _ , , , 

controladores de frequência de transmissão (stst. de comunicação de dados e voz, mísseis). 

osciiadores à freqüência variável. _ . , .. . „ 

osciiadores de alta estabilidade (sintetizadores, radares, navegaçao, balões atmosféricos, 

sistemas de comunicação de dados e voz). 

Tabela 2 - Lista de dispositivos e aplicações de OAS consolidados pe la biblio gr afia [12, 13]. 
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